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概要
・アウディ初の電気自動車eTron 55 Quattroは、モーターは前後に２個、機電一体のe-
Axle搭載。 そのインバータとして日立オートモティブ製のIGBTモジュールを使用。
・インバータとしては同社従来製品と比較して約160%となる高出力密度を実現

製品特長
・搭載モジュールは新世代のIGBT(Insulated Gate Bipolar Transistor)を
内蔵した小型高効率両面冷却パワーモジュール。
・両面にピン型冷却フィンのヒートシンクを使用。冷却フィンとリードフレーム間は
絶縁シートを使用。（DBC基板は使用していない）

レポート内容
・モジュール平面解析の結果から内部レイアウトを推定しており、また、両面冷却構造の
接合部、構成部材を中心に断面解析と材料分析を行っています。
・IGBTチップ解析ではセル部、周辺耐圧構造の平面・断面解析に加えて、温度センスダ
イオード、ゲート保護ダイオードの平面観察から構造の推定も行っています。
・構造解析の結果をもとにヒートシンクの水冷部を含めたモジュール熱抵抗の見積もり
を実施しています。

レポート価格
価格： 60万円（税別)
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